22894 DISSENY I TEST AVANCAT DE CIRCUITS

- INTEGRATS

Optativa: 6 crédits (3+3)

Descriptor BOE:  Anilisi dc costos derivats de lcs diferents metodologics.
Arquitectura VLSI. Test avangal. Mctodologics dc disscny de sistemes

electronics.

Avaluacié: Nota final = % Nota dc I’cxamen de tcoria * % Nota de prictiques.

S’han d’aprovar I'examen i les practiques per separat.

TEMARI

Capitol. 1: Introducciéo al disseny de sistemes electronica. (1

setmana)
Tendéncies i evolucio del disscny de sistemes electronics

Capitol 2: Metodologia EDA. (2 setmanes)
Procés de disscny
Nivells d’abstraccié i etapes
Fluxes de treball
CAD Frameworks

Capitol 3: Modelat HDL i simulacié. (2 sctmanes)
Introduccié als HDLs
Modeclat als diferents nivells d’abstraccio
Estrateégies per a la verificacio dels models
Concepte de testbench
Simulacié mixta analogica-digital

Capitol 4: Sintesi d’alt nivell i verificacid. (2 setmanes)
Sistemes complexos amb hardware i software
Particionat del disseny i refinament succesiu
Realitzacié de les especificacions per a un subcomponcnt
Sintesi automatica en el procés de disscny
Aulomatitzaci6 als diferents nivells d’abstraccio
Aplicacié dels HDLs a les cines de sintesi

Possibilitat de realitzar una verificacio automatica

Capitol 5: Substrats electronics: Processos de fabricaci6. (2 setmanes)
Classificacid dels processos en fabricacid de substrats.
Processos gruixuts i proccssos prims.
Plaqucs dc circuit imprés.
Conncxi6 sdcol-substrat.
Connexi6 dispositiu-socol.

Capitol 6: Linies de transmissio en sistemes clectronics. (2 setmanes)
Linies de transmissia.
Crosslalk.
Soroll de commutacio.
Distribucio de scnyals de rellotge a alta freqiiencia.

Capitol 7: Transferéncia de calor en sistemes clectronics. (1 setmana)
Fonaments de transferéncia de calor.
Conduccio, conveccid, ebullicié i radiacio.
Refrigeradors.

Capitol 8: Rendiment i fiabilitat. (I setmana)
Mcsura de la fiabilitat.
Mecanismes dc fallada.
Fatiga (¢rmica i mismatx (¢rmic.
Carrega mecanica.
Dcgradaci6 triboldgica i descarrega clectrostatica.

Capitol 9: Test de sistemes. (2 setmanes)
Boundary-Scan.
Tecniques tolerants a falles.
Autocomprovabilitat,
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Problemes: Lienguatge VHDL: Sintaxi oricntada a la sintesi. (15 hores).

Practiques: Modelat per a simulacié i modelat a nivell RTL per a la sinlesi
automatica d’un microprocessador senzill.

Duraci6: 5 sessions de 3 hores.

Laboratori de Microelectronica: C5-131.



